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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14515—1993《有贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件》和GB/T14516—

1993《无贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件》。与GB/T14515—1993和GB/T14516—1993相

比,主要技术变化如下:
———修改了范围一章的内容(见第1章,GB/T14515—1993和GB/T14516—1993的第1章);
———增加了印制板应用等级(见第3章);
———增加了优先顺序(见4.2);
———增加了印制板材料可重复、可回收或环保材料的要求(见4.3);
———增加了设计的要求(见4.4);
———增加了导体节距的累积公差(见4.6.6);
———增加了覆盖层或覆盖涂层的重合度(见表35);
———增加了镀覆孔的镀铜层最小厚度(见表38);
———增加了质量保证规定(见第5章);
———增加了交付要求(见第6章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC47)归口。
本标准起草单位:福建闽威电路板实业有限公司、珠海元盛电子科技股份有限公司。
本标准主要起草人:朱民、何波。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14515—1993;
———GB/T14516—1993。
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单、双面挠性印制板分规范

1 范围

本标准规定了单、双面挠性印制板(以下简称挠性印制板或FPC)的应用等级、性能要求、质量保证

规定、交付规定等。
本标准适用于使用了单、双面聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜覆铜箔层压板(包括无粘接剂型)的挠性印

制板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T4677—2002 印制板测试方法

GB/T13555 挠性印制电路用聚酰亚胺薄膜覆铜板

GB/T13556 挠性印制电路用聚酯薄膜覆铜板

GB/T13557—2017 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法

GB/T16261—2017 印制板总规范

SJ20828 合格鉴定用测试图形和布设总图

3 应用等级

本标准规定的产品分为三个应用等级。顾客有责任在其合同或采购文件中规定每种产品的等级要

求,必要时应指出特定参数的例外要求。具体分级如下:

a) 1级:一般电子产品

对外观要求较低而主要要求印制板有完整的功能的产品,包括消费类产品、某些计算机及其外

部设备。

b) 2级:耐用电子产品

要求高性能、较长使用寿命以及不间断工作的非关键性设备用产品,包括通讯设备、复杂的商

用机器、仪器。

c) 3级:高可靠性电子产品

持续工作于严酷环境的、不能停机的或用于生命维持系统的、需要时可以随时工作的关键性设

备用产品,其对加工印制板使用的材料、工艺、检验和试验都有更高的要求。

4 要求

4.1 通则

除另有规定外,单、双面挠性印制板应符合本标准规定的特定性能等级的所有要求。
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